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일본계 소재·장비업계 
첨단산업분야 투자 확대 기대

- 한일 정상회담 후속으로 일본기업과 미래지향적 경제협력방안 모색 -
- 반도체 소재·장비 등 첨단산업 분야 투자로 공급망 협력 강화 -

  일본계 외투기업은 한·일 협력 분위기 조성으로 원활한 사업환경과 새로운 

비즈니스 기회가 만들어질 수 있을 것으로 기대하며, 한국에 대한 투자를 

지속 확대해 나갈 예정이다.

  산업통상자원부는 3월 30일(목) 이창양 장관 주재로 일본계 외투기업 

투자 활성화 간담회를 개 최하여 한‧일 간 경제협력 강화와 국내 투자 확대를 

위한 방안을 논의하였다. 

  지난 3월 16일 동경에서 개최된 한일 정상회담을 계기로 양국 관계개선에 

대한 공감대가 형성되었으며, 이를 토대로 정부는 일본계 외투기업의 국내 

투자를 촉진하고 양국의 공급망 협력을 강화하기 위하여 간담회를 개최하였다. 

  일본은 우리나라의 5대 투자국이며, 일본계 외투기업은 기계제조, 금속

소재, 전자부품 등 다양한 분야에서 지속적으로 한국에 투자하면서 국내 

제조업의 성장과 함께해 왔다. 최근 전 세계적인 투자 불확실성이 지속되는 

가운데 안정적인 공급망을 구축하기 위해서도 일본은 우리의 중요한 투자 

파트너로 부각되고 있다.  

  간담회에 참석한 도레이첨단소재는 지난달 고성능 엔지니어링 플라스틱인 

PPS* 생산시설의 증설투자 계획(5천만불 이상)을 발표하였으며, 향후 탄소섬유 

등 증설투자 계획을 검토해 나갈 예정이라고 언급했다.

* 폴리페닐렌 설파이드(PPS) : 내열성·내구성이 우수한 슈퍼 엔지니어링 플라스틱으로, 
자동차(엔진, 전기차 모터, 배터리 등), 전기전자부품, 의료장비 등에 활용

  니카 코리아 등 반도체용 소재·장비 기업들도 국내 생산시설의 증설투자를 

검토해나갈 계획이라고 밝혔다. 

  이창양 산업부 장관은 “한·일 정상회담을 통해 양국이 미래 지향적인 발전 

방향을 논의할 수 있는 토대를 마련하였는바, 이를 계기로 일본계 외투기업의 

적극적인 국내 투자 확대를 기대하며, 국내 산업생태계 내에서 활발한 협력이 

이루어질 수 있도록 기업하기 좋은 환경을 조성하기 위하여 적극 노력해 

나가겠다”고 밝혔다.

  특히 향후 조성되는 용인 반도체 클러스터에 대한 관심을 촉구하며, “반도체 

소재, 장비 등 첨단산업 분야의 적극적인 투자를 통해 공급망 협력을 함께 

강화해 나가자”고 강조하였다. 

  또한 이 장관은 “소재·부품·장비 외투기업이 국내 반도체 클러스터에 투자

한다면, 지리적 근접성을 활용하여 삼성전자와 SK 하이닉스 등 수요기업

과의 연계를 통해 기술 향상과 생산공정 개선이 원활해질 것이며, 이는 우리 

반도체산업 생태계 강화에도 도움이 될 것”이라고 덧붙였다. 

  한편, 간담회에 참석한 기업인들은 투자확대를 위하여 세제지원과 과감한 

규제혁신이 필요하다고 건의하였다.

  이에 이 장관은 “반도체 등 국가전략기술 분야 시설투자에 대한 세액공제

율을 상향하는 조세특례제한법 개정안이 3월 30일 본회의 의결을 앞두고 

있는 상황”임을 언급하며, “투자 확대와 기업 간 협력이 구체적인 성과로 

이어지도록 정부에서도 세제지원 확대와 더불어, 첨단산업 분야 외국인 투자에 

대한 인센티브 확대, 글로벌 스탠다드에 맞는 규제혁신 등 외국인 투자환경 

개선을 적극 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

【붙 임】 1. ｢일본계 외투기업 투자활성화 간담회｣ 개요

           2. 참석 기업 개요
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붙임1  ｢일본계 외투기업 투자활성화 간담회｣ 개요

□ 개최 목적

 ㅇ 한-일 관계 개선에 따른 한·일간 경제협력 증진, 글로벌 공급망 

강화를 위한 일본기업의 對韓 투자 확대 도모

 ㅇ 첨단산업 중심의 인센티브 확대, 규제혁신을 통한 투자환경 개선 등 

정부의 지원 의지 표명

□ 간담회 개요

 ㅇ (일시/장소) ‘23.3.30.(목), 9:30~11:00 / 대한상의 1층 EC룸

 ㅇ (참석자) (정부) 산업통상자원부 장관, 무역투자실장, 통상협력국장 등

(유관기관) KOTRA Invest KOREA 대표, 외국인투자옴부즈만

(기업) 일본계 외투기업* 대표 9명

    * 니카코리아, 다이킨첨단머티리얼즈코리아, 도레이첨단소재, 도쿄일렉트론코리아, 

이데미쯔전자재료한국, 이비덴그라파이트코리아, 한국알프스, 한국에바라정밀기계, 

한국후지필름일렉트로닉머티리얼즈 (기업명 가나다순)

 ㅇ 세부일정   * 모두말씀까지 기자단 공개

시 간 세부 내용 비 고

09:30~09:33 (03‘) • 개회 및 기념촬영 참석자 전원

09:33~09:38 (05‘) • 모두 말씀 산업부 장관

09:38~10:58 (80‘) • 외투기업 투자 진행상황 및 건의사항 수렴 참석자 전원

10:58~11:00 (02‘) • 마무리 말씀 산업부 장관

붙임2  참석 기업 개요

연번 기업명 대표자 모기업 주요품목

1 니카코리아
모리시타 

요시유키
Nicca Chemical

반도체용 

발수발유제 등

2
다이킨첨단

머티리얼즈코리아

카네노 

토모히로

DAIKIN 

Industries

반도체용 드라이 

에칭가스

3 도레이첨단소재
이영관

전해상
Toray

필름, 탄소섬유, 

부직포, 

폴리에스테르사 

4
도쿄일렉트론

코리아
원제형

Tokyo Electron

(TEL)

반도체·디스플레이 

장비

5
이데미쯔

전자재료한국
도쿠미츠 코지 Idemitsu Kosan OLED 재료

6
이비덴그라파이트

코리아
서재현 Ibiden

특수 탄소제품, 

컴퓨터·스마트폰 

전자부품, 

그라파이트 등

7 한국알프스 강동완 Alps Alpine
자동차, 모바일 및 

산업용 전기전자부품

8
한국에바라

정밀기계
박신영

Ebara 

Corporation
반도체용 진공펌프

9

한국후지필름

일렉트로닉

머티리얼즈

에노키도 

마사시

FUJIFILM 

ELECTRONIC 

MATERIALS

CMP 슬러리(연마재), 

포토레지스트


